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(57) Abstract

The present invention pertains to a chip card with a card frame
on which a data processing circuit and a linking module for non contact 1
data transmission between said data processing circuit and an external \’\
data processing station are provided. When manufacturing such a chip
card, a circuit is first installed on the plastic card frame. Thereafter,
along the external edges of said chip card, a send-and-receive reel 7 \
linked to the appropriate connections of the integrated circuit is Ee
mounted. The disadvantage of such a realization is the need to destroy ) = 5
the defective cards. With a chip card according to the invention, the v
data processing circuit and the connection module are provided at least 4 i
in the area of a module support, and the card frame has an area for
accommodating said module support, resulting in the possibility to "‘2
first check, when the module support is finished, whether it operates
correctly, prior to incorporating it into the frame card.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem Kartentriger, auf dem eine Datenverarbeitungsschaltung sowie eine Verbindungsbau-
gruppe zur kontaktlosen Ubermittlung von Daten zwischen der Datenverarbeitungsschaltung und einer extemen Datenverarbeitungsstation
vorgesehen sind. Bei der Herstellung der gattungsgeméBen Chipkarte wird zunichst ein integrierter Schaltkreis auf einen Kartentrdger aus
Kunststoff aufgebracht. Danach wird entlang der Auienkanten der Chipkarte eine Sende—/Empfangsspule aufgebracht, die mit entsprechen-
den Anschliissen des integrierten Schaltkreises verbunden wird. Bei der gattungsgeméBen Chipkarte ist von Nachteil, da8 fehlerhafte
Chipkarten vernichtet werden miissen. GemaB der Erfindung sind die Datenverarbeitungsschaltung und die Verbindungsbaugruppe im Bere-
ich wenigstens eines Modultréigers vorgesehen und der Kartentriger weist einen Bereich zur Aufnahme des Modultrigers auf. Dadurch ist es
mdglich, zunichst den fertiggestellten Modultriger auf dessen ordnungsgemiBe Funktion hin zu iiberpriifen, bevor er in einen Kartentriger
eingebaut wird.
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Beschreibung
Chipkarte

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem Kartentrager,
auf dem eine Datenverarbeitungsschaltung sowie eine
Verbindungsbaugruppe zur kontaktlosen Ubermittlung von Daten
zwischen der Datenverarbeitungsschaltung und einer externen

Datenverarbeitungsstation vorgesehen sind.

Eine gattungsgeméale Chipkarte und eine externe
Datenverarbeitungsstation bilden ein Datensystem, das zur
Abrechnung bargeldloser Einkaufe, zur Uberwachung von
Personenverkehr oder zur einfachen Gebuhrenverwaltung beim
zugriff auf ein Telefonnetz verwendet wird. Dazu erhdlt ein
Benutzer eine Chipkarte, auf der eine Datenverarbeitungs-
schaltung vorgesehen ist, die aus einem Mikroprozessor
besteht. Zur Ubermittlung von Daten zwischen der
Datenverarbeitungsschaltung und der externen Datenver-
arbeitungsstation wird bei kontaktlosen Ubertragungsverfahren
ein von der externen Datenverarbeitungsstation erzeugtes
Wechselfeld von der Chipkarte moduliert. Dabei  wird
beispielsweise eine in der Verbindungsbaugruppe vorgesehene
Chipkarten-Spule auf zeitlich verdnderliche Weise kapazitiv
oder resistiv belastet, so daR sich deren elektromagnetische
Eigenschaften verandern. Dies wirkt auf eine Stations-Spule
in der externen Datenverarbeitungsstation zurlck. Aus der
Riickwirkung kann auf in der Datenverarbeitungsschaltung
abgespeicherte Daten zurlickgeschlossen werden.

Die gattungsgemdfe Chipkarte ist als Kunststoffkarte
ausgebildet, die so grof ausgefuhrt ist, daR sie
beispielsweise in einer Geldbdérse sicher verstaut werden
kann. Bei der Herstellung der gattungsgemédBen Chipkarte wird
zundchst ein integrierter Schaltkreis auf einen Kartentrdager
aus Kunststoff aufgebracht. Danach wird entlang der
Aufenkanten der Chipkarte eine Sende- /Empfangsspule
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2
aufgebracht, die mit entsprechenden Anschlissen des
integrierten Schaltkreises verbunden wird. Eine solche

Chipkarte ist beispielsweise aus der DE 44 10 732 Al bekannt.
Bei der gattungsgemdRen Chipkarte ist von Nachteil, daR die
Herstellung aufwendig und teuer ist. Falls eine Chipkarte
nicht richtig arbeitet, wird die fehlerhafte Chipkarte

vernichtet.

Es 1ist daher Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemdfRe
Chipkarte sowie Verfahren zu deren Herstellung
bereitzustellen, die eine Herstellung der Chipkarte

zuverlassig und mit wenig Aufwand gewdhrleisten.

GemalR der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch geldst, dab
die Datenverarbeitungsschaltung und die Verbindungsbaugruppe
im Bereich wenigstens eines Modultrdgers vorgesehen sind, und
daR der Kartentrager einen Bereich zur Aufnahme des

Modultragers bzw. der Modultrdger aufweist.

Die Erfindung beruht auf dem Grundgedanken, daf3 die Nachteile
bei den gattungsgemdflen Chipkarten daher ruhren, daR sich
erst bei fertiggestellter Chipkarte Uberprifen laft, ob der
integrierte Schaltkreis richtig mit der Sende-/Empfangsspule
zusammenarbeitet. GemdR der Erfindung werden die far die
Funktion der Chipkarte wesentlichen Teile, d.h. eine
Funktionsbaugruppe getrennt von dem Kartentrdger auf einem
Modultriager hergestellt und erst bei der Endmontage von
Kartentrager und Modultradger miteinander verbunden. Dadurch
ist es mdglich, zundchst die Funktionsbaugruppe auf deren
Funktion hin zu Uberprifen. Wenn feststeht, daf auf dieser
die Datenverarbeitungsschaltung nicht richtig mit der
Verbindungsbaugruppe zusammenarbeitet, dann kann die
Funktionsbaugruppe vernichtet werden, ohne daf ein an sich
verwendbarer Kartentrdger mit vernichtet werden miufRte.
Dariber hinaus ist es mdglich, die Herstellung der
Funktionsbaugruppe zu beschleunigen, da der nur wenig Platz
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beanspruchende Modultridger das Vorsehen von kleineren und

schnelleren Herstellungsvorrichtungen ermdglicht.

GemdR der Erfindung ist der Modultrager fest mit der
Chipkarte vérbindbar, wobei der am Kartentrdger vorgesehene
Bereich zur Aufnahme des Modultrdagers auch als Aussparung
ausgebildet sein kann. Bei geeigneter Ausbildung von
Modultrdger und Aussparung kann gewadhrleistet werden, dafb
sich bereits beim Einsetzen des Modultrdgers in die Aufnahme
eine formschllissige Verbindung ergibt, die nur noch fixiert

werden mufd.

Eine besonders vorteilhafte erfindungsgemafle Chipkarte ergibt
sich dann, wenn die Verbindungsbaugruppe wenigstens eine
Sende- /Empfangsspule aufweist, die bezlglich der
Haupterstreckungsrichtung des Modultrdgers auch in zweil
unterschiedlichen Ebenen angeordnet sein kann. Dabei 1ist
insbesondere vorgesehen, daf ein Bereich der Sende-/Empfangs-
spule auf einer Oberfldche des Modultrdgers angeordnet 1ist,
wahrend ein anderer Bereich in einer Schicht im Inneren des
Modultrdgers angeordnet sein kann. Dies 1laRt sich besonders
einfach durch eine zweilagige Metallisierung erreichen, wobei
insbesondere ein sandwichartiger Aufbau des Modultragers in
Frage kommt. Dabei kénnen die Bereiche der Sende-
/Empfangsspule auf einer Oberfldche des Modultragers und im
Inneren des Modultradgers planparallel angeordnet sein, wobeil
die einzelnen Bereiche durch Kontakte miteinander verbunden
sind. Dies laRt sich besonders einfach durch
Durchkontaktierungen im Bereich von Anschlissen der
jeweiligen Sende- /Empfangsspulen-Bereiche erreichen.
Vorzugsweise sind die einzelnen Bereiche der  Sende-
/Empfangsspule in Reihe geschaltet, da sich dann eine Sende-
/Empfangsspule ergibt, die mit einem hohen Wirkungsgrad ein
externes Wechselfeld beeinflussen kann. Dabei ergibt sich ein
besonders hoher Wirkungsgrad der Sende-/Empfangsspule dann,
wenn die Ubertragungseinrichtung, die oft ein Teil der
Datenverarbeitungsschaltung ist, so ausgebildet ist, daR die
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Bereiche der Sende-/Empfangsspule zueinander in einer
Resonanzphasenlage haltbar sind. Dies kann beispielsweise
durch geeignetes Hinzuschalten von Kapazitaten und/oder
Induktivitdten erfolgen, wobei dies vorzugsweise so erfolgt,
daR die Resonanzfrequenzen der Bereiche der Sende-

/Empfangsspule jeweils Ubereinstimmen.

Abweichend davon oder in Ergadnzung 2zu der vorgenannten
Ausfiihrungsform kann die Ubertragungseinrichtung auch so
ausgebildet sein, daf die Bereiche der Sende-/Empfangsspule
zueinander  synchronisiert  betreibbar  sind. Dies kann
vorteilhafterweise so erfolgen, daf sich eine Verstdrkung des
von der  Sende-/Empfangsspule ausgehenden  Wechselfeldes
ergibt. Dies ist flUr aktive Karten von Bedeutung, die ein
Signal aussenden. Durch Anwendung einer Phasenschnitt-Technik
kann ein Synchronisieren der Flankenlage auf den Bereichen
der Sende-/Empfangsspule erreicht werden, und zwar derart,
daf sich eine Verstdrkung des von der Sende-/Empfangsspule
erzeugten Wechselfeldes ergibt. Bei passiven Karten kann
dadurch ein besonders hoher Kopplungsgrad zwischen Chipkarte

und externer Datenverarbeitungsstation erreicht werden.

Eine weitere Verbesserung der Ubertragungsqualit&t von Daten
zwischen Chipkarte und Externer Datenverarbeitungsstation
ergibt sich dann, wenn der Modultrdger wenigstens einen als
Spulenkern fir die Sende-/Empfangsspule ausgebildeten Bereich
aufweist. Dabei kann der Modultridger aus Kunststoff
ausgebildet sein, in den permeables Material wie
beispielsweise Ferrit eingelagert ist. Wenn das permeable
Material als Vielzahl von Ferritpartikeln vorliegt, werden
diese zum Zwecke der gegenseitigen Isolierung in einer
Kunststoffmasse gebunden, die in dem Modultrdger vorgesehen
ist. Der so hergestellte Spulenkern dient zum Erreichen eines
hohen Feldverstarkungsfaktors. Durch ein solches Dielektrikum
kdénnen relative magnetische Permeabilitdten in der
GréBenordnung von 5.000 und somit hohe Flufdichten erreicht
werden.
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Ein erfindungsgeméfies Verfahren zum Herstellen  eines

Modultrdgers flir eine wie vorbeschrieben ausgestaltete

Chipkarte weist die folgenden Schritte auf:

- Einlagern eines ersten Spulenbereichs in eine Kunststoff-
schicht,

- Aufbringen eines zweiten Spulenbereichs auf die
Kunststoffschicht,

- Verbinden von Anschlufbereichen des ersten Spulenbereichs
und des zweiten Spulenbereichs miteinander,

- Aufbringen eines integrierten Schaltkreises auf den
Modultrager.

Dabei kann der Schritt des Verbindens von Anschlufbereichen
des ersten Spulenbereichs mit dem zweiten Spulenbereich durch
Durchkontaktieren erfolgen, was mit bekannten Herstellungs-

methoden auf einfache Weise erreicht werden kann.

Der Schritt des Aufbringens des integrierten Schaltkreises
kann sowohl mit einer Flip-Chip-Technik als auch mit
herkdémmlichen Bonding-Techniken erfolgen. Bei den
herkémmlichen Bonding-Techniken kann als Verbindungsmittel
auf einen leitfdhigen Klebstoff oder auf bekannte Lote
zurUckgegriffen werden. Gerade bei den Bonding-Techniken ist
vorgesehen, daf sowohl die Verbindungsbaugruppe als auch die
Datenverarbeitungsschaltung fakultativ mit einer
verfestigbaren Abdeckmasse abgedeckt werden kénnen, und zwar
insbesondere nach der Herstellung des Modultragers. Die dazu
verwendeten Abdeckmassen koénnen insbesondere thermisch oder
UV-hartend sein.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen

einer Chipkarte, das die folgenden Schritte aufweist:

- Vorsehen eines Kartentrdgers mit einer Aufnahme fir einen
Modultrager,

- Vorsehen eines Modultrdgers mit einer Datenverarbeitungs-
schaltung und mit einer Verbindungsbaugruppe,
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- Einbringen des Modultrdgers in die Aufnahme, und

- Verbinden von Modultrager mit dem Kartentrager.

Durch das erfindungsgemdfe Verfahren kann eine Chipkarte

besonders einfach und kostenglinstig hergestellt werden.

Die vorgenannten Herstellungsschritte zum Herstellen einer
erfindungsgemdfen Chipkarte und/oder eines erfindungsgemdfen
Modultragers mit doppellagiger Sende-/Empfangsspule kénnen
selbstverstidndlich auch zum Herstellen von Chipkarten
und/oder Modultrdgern mit einer einzelnen  Spulenlage
angewendet werden. Darliber hinaus sind auch
Verfahrensschritte mdéglich, die das Vorsehen einzelner oder
Kombinationenen von Sachmerkmalen insbesondere gemaf den

Anspruchen 1 bis 13 umfassen kénnen.

Die Erfindung ist anhand eines Ausfihrungsbeispiels in der

Zeichnung naher veranschaulicht.

Figur 1 zeigt einen Modultrager mit einer
Datenverarbeitungsschaltung und mit einer Sende-
/Empfangsspule in der Draufsicht,

Figur 2 zeigt einen Kartentrager in der Draufsicht,

Figur 3 zeigt eine erfindungsgemdfRe Chipkarte mit dem
Modultrager aus Figur 1 und mit dem Kartentrager
aus Figur 2 in der Draufsicht,

Figur 4 zeigt den Modultrdger aus Figur 1 in der Ansicht
von vorne, und

Figur 5 zeigt ein Endlosband zur Herstellung der
Modultrdager aus Figur 1 in der Draufsicht.

Figur 1 zeigt einen Modultridger 1 der erfindungsgemdfen
Chipkarte. Der Modultrager 1 weist eine aus Kunststoff
hergestellte Grundplatte 2 mit im wesentlichen rechteckigen
Querschnitt auf. Dabei sind die Ecken der Grundplatte 2
abgerundet, wie in Figur 1 besonders deutlich zu sehen ist.
Auf der Oberseite der Grundplatte 2 1ist mittels Metal-
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lisierung eine Sende-/Empfangsspule 3 vorgesehen, wobei sich
die Windungen der Sende-/Empfangsspule 3 ausgehend von einem
in der Mitte der Grundplatte 2 vorgesehenen ersten
AnschluRkontakt 4 im wesentlichen spiralfdrmig um den ersten
AnschluBkontakt 4 herum bis zu einem zweiten AnschluBkontakt

5 erstrecken.

Wie man in Figur 4 am besten sieht, ist auf dem ersten
AnschluRkontakt 1 mittels einer Isolierkleberschicht 6 ein
integrierter Schaltkreis 7 angebracht. Der integrierte
Schaltkreis 7 hat eine erste Anschlufleitung 8, die mit dem
ersten AnschluBkontakt 4 verbunden ist, sowie eine zweite
AnschluRleitung 9, die mit dem zweiten Anschlufkontakt 5
verbunden ist. In der in Figur 4 gezeigten Ansicht ist ein
Bereich zwischen dem integrierten Schaltkreis 7 und dem
zweiten Anschlukontakt 5 aus dem Modultrager 1 heraus-
gebrochen dargestellt, damit sich der Modultrdger 1 in der

Zeichnung einfacher darstellen 1laBkt.

Wie man in Figur 4 ebenfalls gut sieht, ist der Modultrager 1
im Bereich des ersten Anschlufkontakts 4 und im Bereich des
zweiten AnschluRkontakts 5 mit einer Abdeckschicht 10 aus
einer thermisch hértbaren bzw. UV-hartbaren Masse abgedeckt.

Figur 2 =zeigt einen Kartentrdger 11 mit im wesentlichen
rechteckiger AuRenform, der eine rechteckige Ausnehmung 12
zur Aufnahme des Modultragers 1 aus Figur 1 aufweist. Der
Kartentrdger 11 ist aus einer Kunststoffplatte hergestellt,
die im wesentlichen die gleiche Starke hat wie die
Grundplatte 2 des Modultrdgers 1. Die Ausnehmung 12 ist dabei
so ausgeformt, daR der Modultrdger 1 formschlissig in die

Ausnehmung 12 eingesetzt werden kann.

Figur 3 zeigt eine erfindungsgemdfe Chipkarte 13, die aus dem
Modultrager 1 gemdR den Figuren 1 und 4 und aus dem
Kartentrdger 11 gemdf Figur 2 zusammengesetzt ist. Wie man-in
dieser Ansicht besonders gut sieht, ist der Modultrager 1 so
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in die Ausnehmung 12 eingesetzt, dal sich eine formschlissige
Verbindung ergibt. In diesem Zustand ist der Modultréger 1
mit dem Kartentrdger 11 zusdtzlich Uber eine Klebung

verbunden.

Sowohl die Grundplatte 2 als auch der Kartentrager 11 sind
aus einem Kunststoff wie glasfaserverstarktes Epoxydharz,
PVC, PET, PC und/oder ABS herstellbar. Die Sende-
/Empfangsspule 3 ist in Atz-, Wickel-, Verlege- oder
Drucktechnik auf die Grundplatte 2 aufbringbar.

Wie man besonders gut in Figur 5 sieht, werden
erfindungsgemdRe Modultrdger 1 in einem Endlosbandverfahren
gefertigt, ,wobei ein Endlosband 14 aus einem Kunststoff
vorgesehen ist, das an beiden Langsseiten Jje  eine
Transportlochung 15 aufweist. Aufgrund des Vorsehens der
Transportlochung 15 1laRt sich das Endlosband 14 besonders
einfach durch bei der Herstellung der erfindungsgemafen

Modultrager 1 verwendete Maschinen flihren.

Nach erfolgter Fertigstellung des Endlosbandes 14 mit darauf
vorgesehenen Modultrdgern 1 werden diese einzeln gepruft und
anschliefend durch ein Stanzverfahren aus dem Endlosband 14
herausgeldst. In einem weiteren, hier nicht dargestellten
Verfahrensschritt werden die auf ihre Funktion hin
Uberpriften Modultrager 1 in bereitstehende Kartentrdger 11
eingesetzt und dadurch die erfindungsgemdfRen Chipkarten
fertiggestellt.

Mit dem erfindungsgemdRen Modultrdger ist die Sende-
/Empfangsspule 3 mit einem Halbleiterchip 7 in einem einzigen
Modul 1 zusammengefaBt, das in einer Massenfertigung auf
einfache Weise herstellbar ist. Erst in einem abschliefRenden
Arbeitsschritt werden die erfindungsgemdfen Modulkérper 1 in
den Kartentrager 11 eingesetzt. Dabei kann der Halbleiterchip
7 sowohl nach einer herkdémmlichen Wire-Bond-Technik als auch
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mit einer Flip-Chip-Technik auf dem erfindungsgemaflen
Modultrager 2 befestigt werden.
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Patentanspruiche

Chipkarte mit einem Kartentrdger, auf dem eine
Datenverarbeitungsschaltung sowie eine
Verbindungsbaugruppe zur kontaktlosen Ubermittlung von
Daten zwischen der Datenverarbeitungsschaltung und einer
externen Datenverarbeitungsstation vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, daR die
Datenverarbeitungsschaltung (7) und die
Verbindungsbaugruppe (3) im Bereich wenigstens eines
Modultragers (1) vorgesehen sind, und daRk der
Kartentrager (11) einen Bereich (12) zur Aufnahme des

Modultragers (1) bzw. der Modultrdger aufweist.

Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
die Chipkarte so ausgebildet ist, da der bzw. die
Modultrdger (1) fest mit dem Kartentrager (11)

verbindbar ist bzw. sind.

Chipkarte nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daf® der Bereich zur Aufnahme des
Modultrdgers (1) als Aussparung (12) ausgebildet ist.

Cipkarte nach einem der vorhergehenden Ansprlche,
dadurch gekennzeichnet, daf die Verbindungsbaugruppe

wenigstens eine Sende-/Empfangsspule (3) aufweist.

Chipkarte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daf
die Sende-/Empfangsspule beziglich der
Haupterstreckungsrichtung des Modultrdgers in zwei

unterschiedlichen Ebenen angeordnet ist.

Chipkarte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da
ein Bereich der Sende-/Empfangsspule auf einer
Oberflache des Modultrdgers angeordnet ist.
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10.

11.

12.

13.

11

Chipkarte nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daR ein Bereich der Sende-/Empfangsspule

im Inneren des Modultrdgers angeordnet ist.

Chipkafte nach Anspruch 6 und Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, daf® die Bereiche der Sende-
/Empfangsspule auf einer Oberfldche des Modultrégers und
im Inneren des Modultrdgers durch Kontakte miteinander

verbunden sind.

Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafR
die Bereiche der Sende-/Empfangsspule auf einer
Oberflache des Modultragers und im Inneren des

Modultrdgers in Reihe geschaltet sind.

Chipkarte nach einem der Anspriche 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, daf die Ubertragungseinrichtung so
ausgebildet ist, daR die Bereiche der Sende-
/Empfangsspule zueinander in einer Resonanzphasenlage
haltbar sind.

Chipkarte nach einem der Anspriche 8 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, daf die Ubertragungseinrichtung so
ausgebildet ist, daR die Bereiche der Sende-
/Empfangsspule zueinander synchronisiert betreibbar
sind.

Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, daff der Modultrdger wenigstens

einen als Spulenkern ausgebildeten Bereich aufweist.

Chipkarte nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daR
der Modultrager aus Kunststoff ausgebildet ist, in den
ein permeables Material eingelagert ist.
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14.

15.

16.

17.

18.

12

Verfahren zum Herstellen eines Modultrdgers fir eine

Chipkarte gemdR einem der Anspriche 1 bis 13, mit den

folgenden Schritten:

- Einlagern eines ersten Spulenbereichs in eine
Kunststoffschicht,

- Aufbringen eines zweiten Spulenbereichs auf die
Kunststoffschicht,

- Verbinden von Anschlufbereichen des ersten
Spulenbereichs und des zweiten Spulenbereichs,

- Aufbringen eines Integrierten Schaltkreises auf den

Modultrager.

Verfahren zum Herstellen eines Modultrdgers fir eine
Chipkarte gemaf Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daff
der Schritt des Verbindens von Anschluflbereichen des
ersten Spulenbereichs und des zweiten Spulenbereichs,

durch Durchkontaktieren erfolgt.

Verfahren zum Herstellen eines Modultrdgers fur eine
Chipkarte gemdf Anspruch 14 oder Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, daR der Schritt des Aufbringens des
Integrierten Schaltkreises mit einer Flip-Chip-Technik
erfolgt.

Verfahren zum Herstellen eines Modultrdgers fur eine
Chipkarte gemdf Anspruch 14 oder Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, da der Schritt des Aufbringens des
Integrierten Schaltkreises mit einer Bonding-Technik
erfolgt.

Verfahren zum Herstellen eines Modultragers fur eine
Chipkarte gemdf einem der Anspriche 14 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, daR der Schritt des Abdeckens der Sende-
/Empfangsspule und/oder der Datenverarbeitungsschaltung

mit einer verfestigbaren Abdeckmasse vorgesehen ist.
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19.

13

Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte gemdf einem der

Anspriche 1 bis 13, mit den folgenden Schritten:

- Vorsehen eines Kartentrdgers (11) mit einer
Aufnahme fir einen Modultridger (1),

- Vorsehen eines Modultragers (1) mit einer
Datenverarbeitungsschaltung (7) und mit einer
Verbindungsbaugruppe (3),

- Einbringen des Modultrdgers (1) in die Aufnahme,
und

- Verbinden von Modultrager (1) mit dem Kartentrager
(11) .
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